
AML®
AKTIVER MULTI LAYER

Passgenau, PlatzsParend, Patentiert

Anders als Standard-Multilayer sind Aktive Multi 

Layer so gefertigt, dass sie auf den Innenlagen 

zusätzliche aktive und passive Bauelemente 

aufnehmen können. Die entsprechenden Kom-

ponenten werden bereits beim Pressvorgang in 

den Multilayer integriert: Das ist unkompliziert, 

kostensparend und sicher.

EINSATZBEREICHE

USB-Schaltungen

... können komplett in die leiterplatte integriert
werden und auf diese Weise das gesamte gehäuse 
ersetzen. anwendungsbeispiele dafür sind usB-
Controller, Bluetooth-anwendungen, dongles...

Sensorik

... kann vollständig in die leiterplatte integriert 
und dadurch komplett verbaut werden. sie bietet 
der elektronik dadurch perfekten schutz. Beispie-
le dafür sind Füllstand- und temperatursensoren.

 

Kundenspezifische Bausteine

... können nach eigenen standards hergestellt und 
so auf anderen schaltungen verwendet werden. 
Metallisierte Halbbohrungen am leiterplattenrand 
sind neben andere Verbindungstechniken möglich, 
um diese auf Baugruppen zu kontaktieren.

Miniaturisierung

... bietet die Möglichkeit, mehrlagig Bauteile über-
einander zu platzieren. dadurch können sie ihre 
Baugruppen wesentlich kompakter ausführen.

X-ray aufnahme einer leiterplatte 
mit eingebetteten Bauteilen



Bauteile für AML®-Technik

die Mehrzahl aktiver und passiver Bauelemente lässt sich in aktiven Multi layern 
integrieren. dazu gehören unter anderem:

• Microcontroller
• transistoren
• resonatoren

Temperaturverteilung

 konventionell: 
 max. temperatur 188,5 °C

 aMl®-technik: 
 max. temperatur 82,5 °C

erzeugte leistung: 6 Watt
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Bessere Wärmeverteilung 

durch die vollständige einbettung der 
Bauteile in die leiterplatte findet eine 
gleichmäßige Wärmeverteilung statt. 
die Wärme kann besser von den Bau-
teilen abgeführt werden und dadurch 
verlängert sich die lebensdauer.

Kombinationsmöglichkeit

leiterplatten in aMl®-technik können 
jederzeit mit anderen techniken wie starr-
Flex-schaltungen kombiniert werden.

Berührungsschutz/Gehäuseersatz

integrierte Bauteile können bei leiter-
platten das gehäuse ersetzen. als Ober-
flächenmaterial ist dabei das aufbringen 
verschiedener schichten z. B. aus un-
terschiedlichen edelmetallen möglich.

Schutz vor Nachbau

durch das „Verbergen” von Bauteilen wird 
der nachbau einer schaltung erschwert.

Miniaturisierung

die grundfläche einer schaltung kann 
durch mehrlagige Bestückung reduziert 
werden.

 

EMV-Schutz

die abschirmung gegen elektromagneti-
sche strahlung wird erheblich verbessert 
und kann durch eine Kantenmetallisierung 
zusätzlich erhöht werden.

Kurze Signalwege

die integration der Blockkondensatoren,
z. B. unmittelbar unterhalb des Pro-
zessors, ermöglicht kürzest mögliche 
Verbindungswege.

Schutz vor Umwelteinflüssen

durch die hermetische Kapselung wird 
die Baugruppe optimal vor staub, 
Feuchtigkeit, Chemikalien, gasen und 
anderen Fremdeinwirkungen geschützt. 
durch Kantenmetallisierung kann die 
Baugruppe sogar in flüssiger umgebung 
eingesetzt werden. 

Vibration, Stoß und Druck

sämtliche Bauteile auf der Platte sind 
so fixiert, dass sie gegen physikalische 
einwirkungen unempfindlich sind. das 
ermöglicht beispielsweise auch den 
einsatz in stark vibrierenden Maschinen 
oder in großer Wassertiefe.

TECHNISCHE DATEN ZUR AML®-TECHNIK

die Fertigung aktiver Multi layer geschieht nach einem von uns patentierten Verfahren zur einbettung aktiver und passiver Bauelemente. 
in der Platine ist ihre schaltung hermetisch umschlossen. eine optionale außenmetallisierung bietet zusätzlich schutz vor elektro-
magnetischen störungen und dem eindringen von Feuchtigkeit.

GRUNDSCHNITT
Lötstopplack    Sackloch (Blind Via)      Bauteil auf Außenlagen

Bauteil auf Innenlagen      Innenlage      Durchkontaktierungen

vergrabene Durchkontaktierung      Leiterbahnen / SMD-Pads      Bauteil auf Außenlagen

SERVICE & LIEFERZEITEN

als spezialist für leiterplatten sind wir
in der lage, auch höchst komplexe und 
ungewöhnliche anforderungen bei der
Fertigung von Platinen und ihrer Kom-
ponenten zu erfüllen. Ob Kleinserien 
oder sonderanfertigung, Prototypen oder 
Muster: stets verbinden wir qualitativ 
hochwertige arbeit mit kompetenter 
Beratung bei der umsetzung ihrer 
individuellen Vorstellungen und ideen. 

Lieferzeiten Standard

• 7-10 arbeitstage für einseitige leiter-
platten

• 10 arbeitstage für doppelseitige, 
durchkontaktierte leiterplatten und 
MCPCBs

• 10 arbeitstage für Multilayer
• leiterplatten in aMl-technik auf anfrage

Lieferzeiten Eilservice

• 24 stunden für einseitige   
leiterplatten (auftragseingang am 
Morgen, Versand am selben abend)

• 24 stunden für doppelseitige  
leiterplatten

• 2 arbeitstage für Multilayer

Hofmann leiterplatten gmbH
auerbacher straße 4
93057 regensburg
deutschland

tel.   +49 (941) 604 90 - 0
Fax   +49 (941) 604 90 - 20

info@hofmannlp.de
www.hofmannlp.de

 

• Widerstände
• Kondensatoren
• leds


